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Abstract of DE4331727 

The wafer (14) has a V-shaped indentation (14b) at one point on its rim (14a) which is machined by a 
small cylindrical grinding wheel (11) while the wafer is secured to a holder (1 2). The wheel is rotated (A) 
at 30000 to 50000 rev/min. by a first motor (15) on a support (7) raised and lowered by a second motor 
(19). The vacuum holder is rotated (D) and translated (G,H) by auxiliary DC motors (22,24) under the 
control of the central computer (30) with external memory (31) and input/output unit (33). ADVANTAGE - 
Upper and lower edges are rounded more quickly without complex and costly three-axis control of 
grinding process. 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 



(§}) Verfahren und Vorrichtung zum Anfasen der Peripherie eines gekerbten scheibenformigen Werkstiicks 

(§) Die Erfindung batrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zum Anfasen der Peripherie eines mit einer Kerbe versehe- 
nen scheibenformigen Werkstucks. Dabei wird eine im 
wesentlichan zylindrische Schieifscheibe, an deren Um- 
fangsflache eine Ringnut ausgebildet ist, mit der Peripherie 
des gekerbten Werkstucks in Kontakt gebracht. Die Nut ist 
im Querschnitt trapezformig und hat gerundete Ecken an 
den Seiten ihrer Bodenflache, wodurch die Oberkante und 
die Unterkante in einem einfach durchzufuhrenden Arbeits- 
gang innerhalb kurzer Zeit und in einem Vorgang angefast 
warden konnen, ohne daB hierfur eine komplizierte Dreiach- 
sen-Steuerung erforderlich ist. Der Raum fur die Bearbei- 
tung kann klein und der Arbeitsaufwand auf einem Minimum 
gehalten warden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vor- 
richtung zum Anfasen der Peripherie eines scheibenfor- 
migen Werkstilcks, in das eine Kerbe eingeschnitten ist 5 
zum Beispiel einer mit einer Kerbe versehenen kreis- 
runden Halbleiterscheibe. Insbesondere betrifft die Er- 
findung ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ab- 
runden von Kanten oder Ecken von gekerbten Berei- 
chen an der Peripherie eines mit einer Kerbe versehe- 10 
nen Werkstilcks mit Hilfe einer im wesentiichen zylin- 
derformigen, einen kleinen Durchmesser aufweisenden 
Schleifscheibe, die an ihrer Peripherie mit einer im 
Querschnitt trapezfSrmigen Nut versehen ist und uber 
eine ausgezeichnete Bearbeitbarkeit verfugt 15 

Die Halbleiterscheibe, auf welche hier bezug genom- 
men wird, ist eine dQnne Scheibe aus Halbleitermaterial, 
zum Beispiel aus Silizium, die man normalerweise erhalt, 
indem eine zylinderfdrmige verfeinerte Einkristallmasse 
in Scheiben geschnitten wird. Ihre Oberflache wird zu 20 
einer Spiegelflache poliert, auf welcher verschiedene 
Halbleiterelemente durch Atzverfahren oder derglei- 
chen hergestellt werden. 

Eine Halbleiterscheibe bzw. Wafer ist eine dunne 
Scheibe mit Abmessungen von beispielsweise 10 mm bis 25 
409 mm im Durchmesser und 200 p.m bis 10 mm in der 
Dicke. Um die Ausrichtung in der Umfangsrichtung zu 
erleichtern, ist die Halbleiterscheibe ublicherweise mit 
einer Orientierungsabflachung versehen, die an einem 
Teil ihrer Peripherie einen linearen Bereich bildet 30 

Da aber die Orientierungsabflachung durch lineares 
Herausschneiden eines bogenfOrmigen Bereichs der 
nach der neuesten Entwicklung groBer gewordenen 
Halbleiterscheibe hergestellt wird, ist auch der Materi- 
alverlust groBer geworden — eine Tatsache, die nicht 35 
ignoriert werden kann, da sie die effiziente Nutzung der 
teueren Halbleiterscheibe betrifft 

Zur LOsung dieses Problems hat man anstelle einer 
Orientierungsabflachung die Ausbildung einer V-formi- 
gen Kerbe an der Peripherie der Halbleiterscheibe vor- 40 
geschlagen, so daB die Positionierung der zu bearbeiten- 
den Halbleiterscheibe erfolgt, indem ein Setzstift mit 
der auBeren UmfangsflSche des V-f6rmig gekerbten Be- 
reichs in Kontakt gebracht wird. 

Andererseits entstehen verschiedene ernsthafte Pro- 45 
bleme durch den Flugstaub, der sich bei der Feinbear- 
beitung der Halbleiterscheibe auf deren Oberflache 
oder an deren Peripherie absetzt Wenn an der Periphe- 
rie scharfe Kanten oder Ecken gebildet sind, insbeson- 
dere der V-formig gekerbte Bereich der Halbleiter- 50 
scheibe, so kann diese leicht brechen oder es entstehen 
BruchstQcke, wenn der Setzstift an die scharfen Kanten 
des gekerbten Bereichs der Halbleiterscheiben ange- 
setzt wird, was wiederum eine Ursache fur die Entste- 
hung einer groBen Menge an Flugstaub ist 55 

Dies wiederum bedeutet ein ernsthaftes Problem in 
bezug auf eine bessere Ausbeute und Produktivitat ins- 
besondere im Zusammenhang mit der neuen Genera- 
tion von Halbleiterscheiben, die uber einen verbesser- 
ten Integrationsgrad und eine feinere Musterlinienbrei- 60 
te verfilgen sollen. 

Die Beseitigung von scharfen Kanten oder Ecken in 
einem Orientierungsabflachungsbereich und in dem ge- 
kerbten Bereich der Halbleiterscheibe ist ein wirksames 
Mittel zur Verhinderung von Flugstaub. Dazu werden 65 
die scharfen Kanten des Orientierungsabflachungsbe- 
reichs herkdmmlich angefast oder gerundet Aufgrund 
des komplizierten Umrisses des Bereichs, in den die 
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Kerbe eingeschnitten ist ist eine solche Vorgehenswei- 
se nur schwer zu iibernehmen. 

Die japanische Patentveroffentlichung 87523/1990 
beschreibt zum Beispiel ein Verfahren zum Anfasen der 
Oberkante und Unterkante einer gekerbten Halbleiter- 
scheibe, nach welchem eine Schleifscheibe in getrennten 
Vorgangen von der Oberseite und von der Unterseite 
des gekerbten Bereichs her mit den Ecken in Kontakt 
gebracht wird. Bei diesem Verfahren handelt es sich 
jedoch um eine sogenannte 45°-Anfasung fur lineares 
Schleifen der Ecken, namlich um einen sogenannten Fa- 
cettenschliff, und obwohl die scharfe Kante von 90° 
beseitigt wird, bleibt eine Kante von 45° immer noch 
unbearbeitet Dieses Verfahren (nachstehend "Anfasen" 
genannt), bei welchem die scharfe Kante oder Ecke ge- 
rundet wird, ist nicht ideal, laBt jedoch Raum fur Ver- 
besserungen. 

Ein weiterer Nachteil des vorgenannten herkommli- 
chen Verfahrens ist dessen hoher Zeitaufwand, der 
durch die erforderliche getrennte Bearbeitung von 
Oberkante und Unterkante entsteht 

Um die in der japanischen Patentanmeldung 
335179/1998 derselben Anmelderin beschriebene Vor- 
richtung zum Anfasen verwenden zu kdnnen, muB (wie 
in Fig. 5 gezeigt) die sich drehende Schleifscheibe 1 in 
einem komplizierten Vorgang an dem gekrummten 
geometrischen Ort S entiang in Richtung des Pfeils T 
bewegt werden. Mit anderen Worten erfordert dieses 
Verfahren eine komplizierte Vorschubsteuerung in ei- 
ner Dreiachsen-Richtung, und es ist insofern von Nach- 
teil, als es teuer ist und die darauf bezogenen Vorrich- 
tungen umfangreich sind. 

Hinzu kommt daB die Bearbeitung der Halbleiter- 
scheibe mit hochgenauen Herstellungstoleranzen be- 
ziiglich des Durchmessers und der Abmessungen des 
gekerbten Bereichs in einer VerkOrzung der Positions- 
einstellungszeit bei der Feinbearbeitung im darauffol- 
genden Verfahren resultiert so daB der diesbezugliche 
Schleifvorgang mit hoher Prazision ausgefuhrt werden 
muB. 

Das Ziel der Erfindung ist die Beseitigung der vorste- 
hend genannten Nachteile beim Stand der Technik. 

Eine erste Aufgabe der Erfindung ist es, das Anfasen 
der Peripherie eines mit einer Kerbe versehenen Werk- 
stQcks in Form einer kreisrunden Scheibe zu ermdgli- 
chen, indem eine im wesentiichen zylindrische Schleif- 
scheibe, an deren Umfangsflache eine Ringnut ausgebil- 
det ist, mit der Peripherie des gekerbten WerkstQcks in 
Kontakt gebracht wird, wobei die Ringnut einen tra- 
pezfSrmigen Querschnitt und gerundete Ecken an den 
Seiten ihrer Bodenflache hat, wodurch die Oberkante 
und Unterkante in einem Vorgang in kurzer Zeit mit 
einem leicht durchzufuhrenden AnfasprozeB gerundet 
werden, ohne daB hierfUr eine komplizierte Steuerung 
in Richtung dreier Achsen, ein groBer Raum fGr die 
Bearbeitung und ein hoher Arbeitsaufwand notwendig 
sind. 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, beim Anfa- 
sen der Peripherie eines mit einer Kerbe versehenen 
WerkstQcks in Form einer kreisrunden Scheibe das Ab- 
splittern der scharfen Kanten oder Ecken des gekerbten 
Bereichs zu verhindern, wenn der Setzstift fur die Bear- 
beitungsposition mit dem gekerbten Bereich in Kontakt 
gebracht wird, und die Bildung von Flugstaub zu verrin- 
gern und folglich dessen Ablagerung auf einer polierten 
Oberflache des WerkstQcks, zum Beispiel einer Halblei- 
terscheibe, und den Ertrag bei der Herstellung von elek- 
tronischen Halbleiterelementen in groBem MaBe zu 



DE 43 31 727 Al 



steigern. 

Zur Losung der der Erfindung zugrundeliegenden 
Aufgaben umfaBt ein Verfahren zum Anfasen,das heiBt 
Abrunden der Kanten oder Ecken an der Peripherie 
eines gekerbten Werkstucks in Form einer kreisrunden 5 
Scheibe, beispielsweise einer Halbleiterscheibe, mittels 
einer im wesentlichen zylindrischen Schleifscheibe klei- 
nen Durchmessers, die an Hirer auBeren Umf angsflache 
mit einer im Querschnitt trapezfdrmigen Ringnut verse- 
hen ist, die an den Seiten ihrer Bodenflache gerundete 10 
Ecken hat, folgende Verfahrensschritte: 



den Richtungen H-G vorschiebt, wodurch die Kan- 
ten der Peripherie des gekerbten Werkstucks ge- 
rundet werden. 



Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung wer- 
den nachstehend anhand einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform unter Bezugnahme auf die Zeichnungen er- 
lautert Dabei sind gleiche Teile mit denselben Bezugs- 
ziffern gekennzeichnet. Es zeigt: 

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer mit ei- 
ner Kerbe versehenen Halbleiterscheibe, die anzufasen 
ist, und eine bevorzugte Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung zur Herstellung von gerun- 
deten Kanten oder Ecken an der Peripherie der gekerb- 
5 ten Halbleiterscheibe; 

Fig. 2 eine vergrdBerte Langsschnittansicht eines we- 
sentlichen Teils, der eine zylindrische Schleifscheibe 
kleinen Durchmessers der Vorrichtung bei der Abrun- 
dung der Kanten an der Peripherie der gekerbten Halb- 
- geradTiniger Vorschub des Werkstucks in den 20 leiterscheibe darstellt; 
Richtungen (H-G) hin zur Schleifscheibe und weg Fig. 3 eine Draufsicht auf einen wesentlichen Teil, der 
von der Schleifscheibe, die sich mit hoher Ge- die zylindrische Schleifscheibe in einem Fig. 2 annnchen 
schwindigkeit dreht, wahrend das Werkstuck mit Bearbeitungsvorgang darstellt; 

niedriger Geschwindigkeit um seine zentrale Achse Fig. 4 eine Draufsicht zur Darstellung des Zustands, 
(Richtung D) gedreht wird, wodurch die Kanten 2 5 in dem die Peripherie der Halbleiterscheibe entspre- 
und Ecken an der Peripherie des Werkstucks ge- chend der Mantelkurve der zylindrischen Schleifscheibe 
rundet werden. angefastwird; • u* • 

Fig. 5 eine vergroBerte vertikale Schnittansicht eines 
Die erfindungsgemaBe Vorrichtung zur Durchfiih- wesentlichen Teils, der den Zustand des Anfasens der 
rung des Verfahrens zum Anfasen, das heiBt Abrunden 30 Peripherie der gekerbten Halbleiterscheibe mit der her- 
der Kanten und Ecken an der Peripherie eines scheiben- 1 ™ ml Vornnhtunp d stelli 
fdrmigen gekerbten Werkstucks, beispielsweise einer 
gekerbten kreisrunden Halbleiterscheibe, umfaBt 



— horizontale Anordnung des Werkstucks auf ei- 
ner Auflageflache und Einstellung durch Drehung 
um dessen Mitte; 1 

— Anordnen der Schleifscheibe in einer solchen 
Position, daB die an der Innenflache der Nut ausge- 
bildete Schleifflache den Umfangsbereichen des 
Werkstucks gegenuberliegt; 



kommlichen Vorrichtung darstellt. 

Die in den Fig. 1 bis 4 gezeigte Vorrichtung 10 zum 
Anfasen der Peripherie eines mit einer Kerbe versehe- 
nen Werkstucks in Scheibenform, zum Beispiel einer 
- eine im wesentlichen zylindrische Schleifscheibe 35 kreisrunden Halbleiterscheibe mit einer V-f6rmigen 

Nut, weist im allgemeinen eine im wesentlichen zylindri- 
sche Schleifscheibe 11 kleinen Durchmessers, einen 



kleinen Durchmessers, die an ihrer auBeren Um- 
fangsflache mit einer Ringnut versehen ist, die ei- 
nen trapezformigen Querschnitt und an ihren Sei- 
ten an der Bodenflache gerundete Kanten hat; 

— eine Halteeinrichtung zum senkrechten Halten 40 
der Schleifscheibenspindel; 

— eine erste Antriebseinrichtung zum Drehen der 
Schleifscheibe mit hoher Geschwindigkeit um de- 
ren Mittelachse; 

— einen Werkstuckhalter zum horizontalen Halten 45 
und zum Zentrieren des Werkstucks auf der hdhen- 
verstellbaren Basis des Halters; 

— eine Vorschubeinrichtung fur den geradlinigen 
Vorschub des Werkstuckhalters in Richtung zu und 



Werkstuckhalter 12 und eine elektronische Steuerein- 
heit 13 auf. 

Die zylindrische Schleifscheibe 11 wird in geeigneter 
Weise zum Anfasen des an der Peripherie 14a der Halb- 
leiterscheibe 14 gebildeten V-formig gekerbten Be- 
reichs 14b verwendet Die Schleifscheibe hat eine Ring- 
nut 11a mit trapezformigem Querschnitt, wobei auf je- 
der Seite ihrer Bodenflache eine Ecke lib mit einer 
Rundung gebildet ist, die einen Radius r von beispiels- 
weise 0,03 mm aufweist. 

Der Radius der Bodenflache 11c der Nut 11a der 
Schleifscheibe 11 ist gleich oder kleiner bemessen als 



von der konkaven Schleifflache der Schleif- 50 derKrummungsradius Rl des inneren Bodens 14d des 



weg 

scheibe (Richtungen H-G); 

— eine zweite Antriebseinrichtung zum Drehen 
der Basis des Halters, um das auf diesem gehaltene 
Werkstuck in einem gewunschten Neigungswinkel 
(0) mit niedriger Geschwindigkeit zu drehen; 55 

- eine elektronische Steuereinrichtung zur Steue- 
rung der ersten und der zweiten Antriebseinrich- 
tung und der Vorschubeinrichtung entsprechend 
der vorgegebenen Anfasarbeit, die vorher in dem 
Speicherteil der Steuereinrichtung gespeichert 60 
wurde, wobei die Steuereinrichtung die den Dreh- 
winkelpositionen (0i) entsprechenden Bewegungs- 
wege des Werkstucks sequentiell berechnet, wor- 
aufhin das Werkstuck jedesmal langsam um eine 



V-formig gekerbten Bereichs 14b der Halbleiterscheibe 
14. In der Mitte ist eine Spindel 16 an der in der Mine 
der Schleifscheibe 11 vorgesehenen Langsoffnung an- 
gebracht und mit einer Mutter 18 befestigt 

Die Unwucht der Drehung der Schleifscheibe 11 wird 
auf mehr als 03 gmm gehalten, so daB eine Drehung der 
Schleifscheibe mit hoher Geschwindigkeit (z. B. 30 000 
bis 50.000 U/min) in Richtung des Pfeils A durch einen 
ersten Elektromotor 15 sichergestellt werden kann. 

Auf dem beweglichen Auflagetisch 7, auf dem der 
Elektromotor 15 montiert ist, ist eine Gewindestange 8 
mit einer Mutter 9 derart an dem Auflagetisch 7 befe- 
stigt, daB sie auf und ab bewegbar ist, wobei der Aufla- 
luinin , getisch 7 und demzufolge die Schleifscheibe 11 in Pfeil- 

Drehwinkelsteigung weiterbewegt wird, und die ei- 6 5 richtung B-C nach oben und nach unten bewegt werden. 



nen geradlinigen Vorschub des Werkstuckhalters 
derart bewirkt, daB dieser das daran befestigte 
Werkstuck um die berechnete Vorschublange in 



Ein Werkstuckhalter 12 dient zum Festhalten eines 
anzufasenden Werkstucks 14. Der Halter hat eine Vaku- . 
umbasis 12a mit einer Luftansaugoffnung 12b und ge- 
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5 6 
radlinige sowie kreisrunde Nuten 12c, die quer in seine Bezugnehmend auf Fig. 1 wird eine mit einer V-for- 
Flache eingeschnitten sind, wobei die Vakuumoffnung migen Kerbe versehene anzu asende Halbleiterscheibe 
12b und die Nuten 12c mit einer nicht dargestellten 14 (Werkstuck) auf der Basis 12a des Werkstuckhalters 
Vakuumpumpe derart verbunden sind, daB das sich auf 12 angeordnet und mittels der Vakuumpumpe (nicht 
der Oberflache der Basis 12a befindende Werkstuck 14 5 dargestellt) Luft durch die EmlaBoffnung 12b angesaugt, 
mit Hilfe der Vakuumpumpe angezogen wird. wodurch die Halbleiterscheibe 14 fest an die Basis 12a 

Der Werkstuckhalter 12 ist ferner mit einem nicht des Werkstuckhalters 12 gezogen wird. Danach wird die 
dargestellten Zentriermechanismus zum Einstellen der Halbleiterscheibe 14 mittels des nicht gezeigten Zen- 
Drehmitte der auf der Basis 12a angeordneten Halblei- triermechanismus auf der Basis ^12a des Halt ers : 12. ze n- 
terscheibe 14 mit der Mittelachse des Halters 12 verse- t0 tnert, wodurch die Einstellung der Halbleiterscheibe 14 
nen beendetist. 

Der Werkstuckhalter 12 ist des weiteren an einem an Dann wird der Elektromotor 19 angetrieben, urn den 
dem beweglichen Tisch 20 fest montierten Zylinder 21 Auflagetisch 7 vertikal und folghch die Schleifscheibe 11 
drehbar gehalten und direkt mit der Rotationswelle 22a in den Richtungen B-C zu bewegen, wobei die Schleif- 
eines Gleichstrom-Hilfsmotors 22 verbunden, derart, is scheibe 1 1 und die Halbleiterscheibe 14 in einer vertika- 
daB er sich in Pfeilrichtung D dreht len Position eingestellt wurden (siehe Fig. 2). Dadurch 

An dem beweglichen Tisch 20 ist eine Vorschubmut- sind die Vorbereitungen fur den Anfasvorgang beendet. 
ter 23 befestigt, die mit einer mit der Welle 24a des AnschlieBend wird der Elektromotor 15 angetrieben, 
Gleichstrom-Hilfsmotors 24 verbundenen Gewinde- um die Schleifscheibe 11 mit hoher Geschwindigkeit, 
schubstange 25 in Eingriff steht Durch den Antrieb des 20 zum Beispiel mit 30000 bis 50 000 U/min, in Pfeilnch- 
Gleichstrom-Hilf smo tors in der normalen oder umge- tung A (siehe Fig. 2)zudrehen. - 
kehrten Drehrichtung E oder F wird der an dem beweg- Entsprechend den Steuersignalen aus der elektroni- 
lichen Tisch 20 befestigte Werkstuckhalter 12 in der schen Steueremheit 13 (die durch einen herkommlicnen 
Pfeilrichtung G oder H hin und her bewegt, um den an Mikrocomputer gebildet 1st), beginnt der Gleichstrom- 
dem Tisch 20 befestigten Werkstuckhalter 12 geradlinig 25 Hilfsmotor 22 die Drehung des Werkstuckhalters 12 
in Richtung auf die Schleifscheibe und weg von der und der an diesem angeordneten Halbleiterscheibe 14 
Schleifscheibe 1 1 vorzuschieben. mit niedriger Geschwindigkeit durch die angetnebene 

Der Elektromotor und die Gleichstrom-Hilfsmotoren Motorwelle 22a des Motors 22 m Pfeilrichtung D zu 
22, 24 sind jeweils durch Leitungen 26, 27, 29 elektrisch bewirken. u u a- * 

mit der elektronischen Steuereinheit.13 verbunden. 30 Ein Drehwmkel ©1 der Halbleiterscheibe 14, die an 
Die elektronische Steuereinheit 13, die eine zentrale dem durch den Gleichstrom-Hilfsmotor 22 anzutreiben- 
Recheneinheit 30, eine externe Speichereinheit 31, eine den Werkstuckhalter 12 angeordnet 1st, wird sequentiell 
Eingabe-/Ausgabeschnittstelles 32 und eine Eingabe- in den Computer 13 eingegeben, und entsprechend der 
Ausgabe-Einheit 33 umfaBt, steuert den Elektromotor Operationsgleichung L = f (0), die vorher in der nicht 
19 und die Gleichstrom-Hilfsmotoren 22, 24 derart, daB 3s dargestellten Speichereinheit der Steueremheit 13 ge- 
diese den WerkstOckhalter 12 in Pfeilrichtung G oder H speichert wurde, wird der entsprechende Betrag L der 
hin und her bewegen, wahrend die an dem Werkstuck- linearen Bewegung zwischen der Halbleiterscheibe bei 
halter 12 angeordnete und zentrierte Halbleiterscheibe einer Rotationswinkelposition 0i und der Schleifscheibe 
14 in Pfeilrichtung D gedreht wird, wodurch die Bewe- 11 sequentiell berechnet 

gung der Schleifscheibe 11 dem UmriB der gekerbten 40 Mit dem solchermaBen sequentiell berechneten rela- 
Halbleiterscheibe 14 folgt, um die scharfen Kanten an tiven Betrag L der linearen Bewegung wird bewirkt^ daB 
der Peripherie der Halbleiterscheibe 14 abzurunden, das der Werkstuckhalter 12 und die an diesem angeordnete 
heiBt die Peripherie der Halbleiterscheibe 14 anzufasen. Halbleiterscheibe 14 in den Richtungen G-H relativ zu 
Das erfindungsgemaBe Verfahren ist dadurch ge- der konkaven Schleifflache, die an der Jnnenflache der 
kennzeichnet,daBbeimAnfaseneinesUmfangsteilsder 45 Ringnut 11a der Schleifscheibe ausgebildet 1st, vorge- 
einen gekerbten Bereich 14b aufweisenden Halbleiter- schoben werden. 

scheibe 14 letztere horizontal auf dem geradlinig be- In diesem Fall zeigt die Funktion i(<S>) erne Entfernung 
wegbaren Werkstuckhalter 12 angeordnet wird. Die zwischen dem Mittelpunkt der Halbleiterscheibe 14 und 
Schleifscheibe 11 ist an ihrer Peripherie mit einer Ring- der gekrQmmten Oberflache des fertigbearbeiteten 
nut 11a versehen ist, die an der Peripherie im Quer- 50 Profils oder dem Punkt an dem Bewegungsort der Mitte 
schnitt trapezfSrmig ist und an den Seiten ihrer Boden- der Schleifscheibe 11. cai-wik,*. a„ 

flache 11c gerundete Ecken lib hat, wobei die Anord- Auf diese Weise werden durch die Schleifflache der 
nung derart getroffen ist, daB der Umfangsteil des ge- zyhndrischen Schleifscheibe 11 der Umfangsteil der 
kerbten Bereichs 14b der Halbleiterscheibe 14 mit der Kerbe 14b der Halbleiterscheibe 14 und die zwei Grenz- 
inneren Schleifflache in Kontakt gelangt, die an der In- 55 bereiche zwischen der Kerbe 14b und der Peripherie 
nenflache der Nut 11a der Schleifscheibe ausgebildet ist, 14a entsprechend dem fur die Feinbearbeitung ge- 
wobei die Schleifscheibe 11 mit hoher Geschwindigkeit wiinschten Profil angefast. 

um die Mittelachse der Spindel gedreht wird, wahrend Die im wesenthchen zylindrische Schleifscheibe 11 1st 
andererseits die an dem WerkstOckhalter 12 angeordne- hier als Profilschneider ausgebildet mit einer im Quer- 
te Halbleiterscheibe 14 mit niedriger Geschwindigkeit eo schnitt trapezfOrmigen Ringnut 11a, die an ider Ecke lib 
um ihre Mitte (in Richtung D) gedreht wird, wobei der gerundet ist, wobei der UmriB der Nut ^lla dem l Quer- 
WerkstOckhalter 12 und die an diesem angeordnete schruttsprofil des gekerbten Bereichs 14b der anzufa- 
Halbleiterscheibe 14 geradlinig in Richtung (H-G) zur senden Halblei terschei be ahnh c ^ >^ ^ daB die Quer- 
Schleifscheibe und weg von der Schleifscheibe 1 1 vor- schmttsform der Kerbe 14b der Halbleiterscheibe 14 m 
geschoben werden, wodurch die scharfen Kanten oder 65 genau derselben Form wie die Ringnut 11a der Schleif- 
Ecken an der Peripherie der Halbleiterscheibe 14 ge- scheibe 11 geschliffen und v ordere Ende 14c m t 
rundet werden. einer Rundung versehen wird, die m Richtung der Plat- 

Nachstehend wird die Betriebsweise erlautert. tendicke einen Radius r von beispielsweise 0,03 mm auf- 
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weist. j 

Da die Schleifscheibe 11 als formgebende Schleif- 
scheibe ausgebildet ist, konnen damit die unteren und 
oberen Ecken 14c an der Peripherie der Halbleiterschei- 
be 14 in einem Vorgang, das heiBt simultan und dadurch 5 
mit entsprechend hoher Leistung bearbeitet werden. 

Bei der vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsform 
ist die Anordnung ferner so getroffen, daB bei der an 
einer vorgegebenen Position angehaltenen zylindn- 
schen Schleifscheibe die an dem Werkstuckhalter 12 10 
befestigte Halbleiterscheibe linear in den Richtungen 
G-H vorgeschoben wird, wahrend die an dem Werk- 
stuckhalter 12 befestigte Halbleiterscheibe 14 gedreht 
wird. Statt dessen kann die Anordnung auch so getrof- 
fen werden, daB im Zustand der Festlegung der an dem 15 
Werkstuckhalter 12 befestigten Halbleiterscheibe 14 in 
einer vorgegebenen Position die Schleifscheibe 11 in 
den Richtungen G-H uber die relative Bewegungsstrek- 
ke, die in der vorstehend beschriebenen Weise sequen- 
tiell berechnet wird, geradlinig vorgeschoben wird. 20 

Vorliegende Erfindung wurde anhand einer bevor- 
zugten Ausfuhrungsform beschrieben. Verschiedene 
Abwandlungen sind moglich, ohne von dem Rahmen 
der Erfindung abzuweichen, der in den Anspruchen wie- 
dergegeben ist 25 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Anfasen der Umfangsbereiche 
eines mit einer Kerbe versehenen scheibenformi- 30 
gen Werkstticks, beispielsweise einer gekerbten 
kreisrunden Halbleiterscheibe, mittels einer im we- 
sentlichen zylindrischen Schleifscheibe kleinen 
Durchmessers, die an ihrer auBeren Umfangsflache 
mit einer Ringnut versehen ist, die im Querschnitt 35 
trapezformig ist und gerundete Ecken an den Sei- 
ten ihrer Bodenflache aufweist, gekennzeichnet 
durch: 

— horizontale Anordnung des Werkstucks 
(14) auf einer Auflageflache (7) und Einstellung 40 
durch Drehung um dessen Mitte; 

— Anordnen der Schleifscheibe (11) in einer 
solchen Position, daB die an der Innenflache 
der Nut (11a) ausgebildete Schleiffiache den 
Umfangsbereichen des Werkstucks (14) ge- 45 
genflberliegt; 

— geradliniges Vorschieben des Werkstucks 
(14) in den Richtungen (H-G) zu und weg von 
der sich mit hoher Geschwindigkeit drehenden 
Schleifscheibe (11), wahrend das Werkstuck 50 
(14) mit niedriger Geschwindigkeit um seine 
zentrale Achse (Richtung D) gedreht wird, wo- 
durch die Kanten oder Ecken an der Periphe- 
rie des Werkstucks gerundet werden. 

2. Vorrichtung zum Anfasen der Umfangsbereiche 55 
eines mit einer Kerbe versehenen Werkstucks in 
Scheibenform, beispielsweise einer gekerbten 
kreisrunden Halbleiterscheibe, gekennzeichnet 

— eine im wesentlichen zylindrische Schleif- 60 
scheibe (11) kleinen Durchmessers, die an ihrer 
auBeren Umfangsflache mit einer Ringnut 
(11a) versehen ist, die im Querschnitt tra- 
pezformig ist und an den Seiten ihrer Boden- 
flache gerundete Ecken hat; 65 

— eine Halteeinrichtung (7) zum senkrechten 
Halten der Spindel (16) der Schleifscheibe (1 1); 

— eine erste Antriebseinrichtung (15) fur die 
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Drehung der Schleifscheibe (11) mit hoher Ge- 
schwindigkeit umderen Mittelachse; 

— einen Werkstuckhalter (12) zum horizonta- 
len Halten und zum Zentrieren des Werk- 
stucks auf einer hohenverstellbaren Basis (12a) 
des Halters (12); 

— eine Vorschubeinrichtung (24) fur den ge- 
radlinigen Vorschub des Werkstiickhalters 
(12) in den Richtungen (H-G) hin zur und weg 
von der konkaven Schleiffiache der Schleif- 
scheibe (11); 

— eine zweite Antriebseinrichtung (22) zum 
Drehen der Basis (12a) des Werkstiickhalters 
(12), um das an diesem gehaltene Werkstuck 
(14) in dem gewQnschten Neigungswinkel (0) 
mit niedriger Geschwindigkeit zu drehen; 

— eine elektronische Steuereinrichtung (13) 
zum Steuern der ersten und der zweiten An- 
triebseinrichtung und der Vorschubeinrich- 
tung entsprechend der vorher in dem Spei- 
cherteil der Steuereinrichtung gespeicherten 
Anfasarbeit, wobei die Steuereinrichtung (13) 
die den Drehwinkelpositionen (Oi) entspre- 
chenden Bewegungswege des Werkstucks (14) 
sequentiell berechnet, woraufhin das Werk- 
stuck jedesmal langsam um eine Drehwinkel- 
steigung weiterbewegt wird, und wobei die 
Steuereinrichtung bewirkt, daB der Werk- 
stuckhalter (12) geradlinig vorgeschoben wird, 
um das daran befestigte Werkstuck (14) gerad- 
linig um die berechnete Vorschubiange in den 
Richtungen (H-G) zu bewegen und dabei die 
Kanten an der Peripherie des gekerbten 
WerkstQcks abzurunden. 
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